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(57) Abstract: The aim of the invention is to reduce the volume of power modules, especially for electronic motor control devices 
. The invention in characterised in that an area is formed between cooling elements (7 12) with the aid of an annular shaped rubber 
seal (6). A semi-conductor device (2) is sealed with a sealing compound (16) therein. Both sides of the semi-conductor device (2) 
can be cooled with cooling bodies (9-12) enabling the amount of space required for the power module to be reduced. 
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(57) Zusaramenfassung: Das Volumen von Leistungsmodulen insbesondere Rir elektroni-sche Motor-Steuergerate soil reduziert 
werden. Dazu wird vor-geschlagen, dass mit Hilfe einer ringformigen Gummidichtung (6) ein Raum zwischen Kuhlelementen (7 
bis 12) gebildet wird, in dem eine Halbleitereinrichtung (2) mit einer Vergussmasse (16) vergossen wind. Damit ist es mdglich, die 
Halbleiterein-richtung (2) von beiden Seiten mit KiihlkOrpem (9 bis 12) zu kiihlen, so dass der Bauraum fiir das Leistungsmodul 
reduziert werden kann. 



